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Abstract (en)
The knife blade (1) has an edge (3) chamfered at an acute angle to produce a sharp cutting edge (2). The sharp edge is broken by wedges (4) with
sharp forward edges facing forward to cut chips coming off the cutting edge into short sections. The knife may be sharpened by a grinding wheel
with a chamfered edge which shapes the wedges.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein zweidimensional wirksames Messer (1) flr Zerspanmaschinen, insbesondere fir Holzspanmaschinen. Das Messer (1)
weist eine Hauptschneide (2) und mindestens eine Trennschneide (4) auf, wobei das Messer (1) und die Schneiden (2, 4) einstlickig ausgefiuhrt
sind. Darlber hinaus betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Herstellen und Nachscharfen von zweidimensional wirksamen Messern (1) fur
Zerspanmaschinen, insbesondere fir Holzspanmaschinen, mit mindestens einem Schleifwerkzeug (5, 8) sowie ein entsprechendes Verfahren.
Das Schleifwerkzeug (5, 8), welches dazu dient, Gber das Messer (1) geflihrt zu werden, weist mindestens zwei winkelig zueinander angeordnete
Schleifflachen (9, 10) auf. Auf diese Weise wird das Herstellen und Nachscharfen von zweidimensional wirksamen Messern und damit auch die
Herstellung von Spanen optimiert. <IMAGE>
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